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The advancement of electronic technology has led to increase in heat dissipation 
especially in Central Processing Unit (CPU). This problem occurs when CPUsare scaled 
down to reduce size, to raise power density and performance of device. High heat 
dissipation can increase device temperature that will reduceproducts lifespan. Currently, 
conventional air cooling technologies such as fan and heat sink have been used to 
minimize device temperature. However, heat sink is a preferable choice where it is easy 
to handle and cost effective. Thus, to reduce the temperature of CPU electronic package, 
the process of heat transfer is also needed to be enhanced and in this case it must 
consider a high performance heat sink component. Therefore, in this study thermal 
resistance network is used to develop a model of radial plate fin heat sink. Heat sink 
dimension has been optimized using Particle Swarm Optimization (PSO) technique. The 
main objective is to maximize heat dissipation rate and to minimize the size of heat sink. 
Simulations for single and multi objectives PSO are explored for searching the optimal 
dimensions of radial plate fin heat sink design. The optimal design could maximize heat 
dissipation and minimize the size of heat sink. The results show that heat dissipation can 
















Kemajuan dalam bidang teknologi elektronik telah menyebabkan kenaikan 
pelesapan haba terutamanya di Unit Pemprosesan Pusat (CPU). Masalah ini berlaku 
apabila komponen CPU ini dikecilkan untuk mengurangkan saiz dan meningkatkan 
ketumpatan kuasa dan prestasi peranti. Pelesapan haba yang tinggi ini boleh 
meningkatkan suhu peranti, di mana ia akan mengurangkan jangka hayat produk. Pada 
masa kini, teknologi penyejukan udara konvensional seperti kipas dan penyerap haba 
telah diguna untuk mengurangkan suhu. Walaubagaimanapun, penyerap haba menjadi 
pilihan yang lebih baik di mana ia adalah mudah untuk dikendalikan dan berkesan kos. 
Oleh itu, untuk mengurangkan suhu pakej elektronik, proses pemindahan haba juga 
perlu ditingkatkan, di mana di dalam kes ini perlu mengambil kira prestasi tinggi 
komponen penyerap haba. Oleh itu, dalam kajian ini rangkaian rintangan haba telah 
diguna untuk membangunkan satu model plat jejarian penyerap haba sirip. Dimensi 
penyerap haba telah dioptimumkan menggunakan teknik Pengoptimuman Kerumunan 
Zarah (PSO). Objektif utama adalah untuk memaksimumkan kadar pelesapan haba dan 
mengurangkan saiz penyerap haba. Simulasi-simulasi untuk objektif tunggal dan 
objektif berbilang menggunakan PSO diterokai untuk mencari dimensi optimum plat 
reka bentuk jejari penyerap haba sirip. Reka bentuk yang optimum boleh 
memaksimumkan pelesapan haba dan mengurangkan saiz penyerap haba. Keputusan 
menunjukkan bahawa pelesapan haba boleh meningkat sebanyak 16% manakala 
pengurangan saiz penyerap haba dapat dikurangkan sebanyak 31.2%. 
 
 
 
